材质要求

1.1 ROHS

AVX1000-MAINBOARD-100的PCB板需要通过ROHS检测，在生产加工PCB板时一定不能包含一下六种物质：镉（Cd），铅（Pb），汞（Hg），六价铬（Cr6+），聚溴二笨醚（PBDE），聚溴联醚（PBB）。

1.2 认证

   AVX1000-MAINBOARD-100的PCB板需要通过UL认证并有UL标记。我们的产品要通过UL，CE，FCC，以及3C认证，首先要求所有的原材料达到要求。

1.3 镀层

表面镀层，喷纯锡、镀金、沉金、沉银、OSP( OSP是Organic Solderability Preservatives 的简称，中译为有机保焊膜，又称护铜剂.OSP工艺是以化学的方法，在裸铜表面形成一层薄膜，这层膜具有防氧化，耐热冲击，耐湿性。)、沉锡等，AVX1000-MAINBOARD-100的PCB板零件孔以及PAD表面处理采用喷纯锡。
1.4 材质

为了不使PCB板发生板曲问题，材质选择变性FR4或者FR5。板料的达到足够耐热温度要求。

1.5 布局

    印制导线和焊盘的布局、线宽和线距等按设计图样的规定。
2. 规格要求

2.1 层定义   
AVX1000-MAINBOARD-100板分为四层，第一层为TOP层,第二层为GND,第三层为POWER,第四层为BOTTOM.
2.2 厚度  

        AVX1000-MAINBOARD-100板为四层，采用1.6毫米。需电镀的孔及传导面应电镀铜的厚度采用1mil以上。
2.3 表面处理   

防焊漆颜色采用绿色，其厚度采用0.4-0.7mil。 VIA HOLE防焊处理采用两面100%涂绿漆，但是测试点不涂绿漆。文字面采用白色不导电材料。

2.4   尺寸公差要求
  层间对准度为正负3mil，制造线径以及间距误差应该小于2mil，PCB的制造厂商日期以及UL代码标号方式采用触刻方式。PCB板外型尺寸公差为正负0.2毫米。板子的平整度及最大变形量应该小于5/1000且小于1.7毫米。最小线宽采用的是6mil，最小线距离以及线孔距离一定要大于6 mil。板厚公差小于0.18毫米。印制导线的宽度公差内控标准为±15%。金属化孔的镀铜层的平均厚度一般不小于20μm，最薄处不小于18μm。设计图样中的PCB元件孔、安装孔默认为最终的成品孔径尺寸，其孔径公差一般为±3mil（0.08mm）。导通孔（即VIA 孔）控制为：负公差无要求，正公差控制在+ 3mil（0.08mm）以内。
2.5 测试

         PCB需要阻抗控制。需要开短测试以及绝缘测试。

3. PCB板性能实验

在PCB板生产当中需要对其做以下实验，以便验证其性能。 

3.1 线路附着力实验

3.2 防焊附着力实验

3.3 文字附着力实验

3.4 焊锡性实验

